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高新园区高新园区
工业和信息化部火炬中心合办
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本报讯（记者 张伟）近日，

《“十五五”时期中关村世界领先

科技园区建设规划》（以下简称

《规划》）对外发布。《规划》立足中

关村作为北京（京津冀）国际科技

创新中心主阵地定位，聚焦持续

擦亮中关村“金字招牌”，明确“十

五五”时期中关村建设世界领先

科技园区的总体要求、发展目标

和9项重点任务，系统谋划了新时

期中关村建设发展蓝图。

据了解，建设世界领先科技

园区是国家重大战略任务。2024
年4月，工业和信息化部、科技部、

北京市政府联合印发《中关村世

界领先科技园区建设方案（2024-
2027年）》（以下简称《建设方案》），

明确了中关村建设世界领先科技

园区的总体要求和重点任务。“十

四五”时期，中关村综合排名蝉联

国家高新区首位，2025年园区总收

入突破10万亿元。“十五五”时期

是中关村建设世界领先科技园区

的关键阶段。在此背景下，《规划》

既是对《建设方案》的接续深化，

也是中关村在新起点向世界领先

科技园区全面迈进的方向指引。

《规划》明确发展目标：到

2030年，基本建成世界领先科技

园区，持续涌现全球引领性技术

和标志性产品，建成具有技术主

导权的世界级产业集群，打造新

赛道策源地、世界一流企业栖息

地、全球投资首选地、高水平人才

高地，成为产业高度集聚、开放创

新活跃、机制高效有力、基础设施

完善、环境清新优美的中国特色

社会主义创新园区，引领世界科

技园区发展。

《规划》全面对接国家有关高

新区高质量发展要求，强调三个

“更加突出”。一是更加突出技术

策源。充分发挥北京创新资源优

势，强化基础研究和关键核心技

术攻关，加强原创性引领性技术

创新，代表我国参与全球科技竞

争，产出更多标志性成果，让更多

新技术新领域新赛道从中关村走

向世界。二是更加突出产业集

聚。加快推动科技创新和产业创

新深度融合，做强做优世界一流

企业方阵，加快打造具有技术主

导权的世界级产业集群，进一步

增强对首都高质量发展的核心支

撑与关键贡献。三是更加突出改

革攻坚。持续发扬中关村敢为人

先的改革精神，围绕率先一体推

进教育科技人才发展、新领域新

赛道制度供给、园区体制机制优

化等方面深化改革，持续优化创

新创业生态，为全国科技体制改

革作示范。

为此,《规划》系统部署了9项

重点任务：加强产业技术策源，树

立成果转化应用标杆；开辟新领

域新赛道，打造未来产业创新高

地；促进产业发展壮大，建设世界

级产业集群；强化创新主体地位，

壮大世界一流企业方阵；推动园区

提质升级，形成未来园区新形态；

厚植人才发展沃土，引育世界一流

人才队伍；强化科技金融赋能，建

设全球投资首选地；深化开放协同

发展，建成全球创新网络关键枢

纽；聚力先行先试改革，营造具

有全球竞争力的创新生态。

其中，在加强产业技术策源，

树立成果转化应用标杆方面，《规

划》提出，加强市场导向基础研

究，聚焦产业发展需求凝练科学

问题，支持企业加大基础研究投

入，持续扩大企业联合基金规模；

强化关键核心技术攻关，面向重

点领域、未来产业突破关键核心

技术，面向新赛道策源率先实现

突破；推动科技成果转化体系建

设，建设一批概念验证和小试中

试平台，推进全国高校区域技术

转移转化中心（北京）高效运营，

鼓励分园建设科技成果转化服

务机构；加快场景培育建设与开

放应用，在重点领域加速形成一

批具有影响力的“首场景”，推动

国有企业开放场景，支持民营企

业拓展新场景。

在开辟新领域新赛道，打造

未来产业创新高地方面，《规划》

提出，推动新赛道加速成长，聚焦

“人工智能+”、“智改数转网联”新

技改和“两业融合”等，支持一批

重点新赛道；加强未来产业统筹

布局，细化产业分园落位；强化新

赛道敏捷识别，加强对潜力企业

的挖掘培育。

在推动园区提质升级，形成

未来园区新形态方面，《规划》提

出，加强一区多园统筹协同发展，

围绕主导产业打造重点功能区；

推进高品质园区特色化专业化发

展，推动特色产业园扩容提质、大

学科技园集群建设、产业园区更

新改造；建设科产城融合发展的

未来园区，打造园区数字大脑，推

进零碳园区建设。

在聚力先行先试改革，营造

具有全球竞争力的创新生态方

面，《规划》提出，深化先行先试

改革，推动新一轮改革措施尽快

实施，分层分类推进一批“小切

口”改革政策落地见效，深化教

育科技人才一体化改革；促进分

园改革提升，建立健全园区激励

约束机制和市级高新区优胜劣

汰、动态调整机制；优化国际一

流营商环境。

本报讯 近日，宁波高新区企业宁

波秋水半导体科技有限公司（以下简称

“秋水半导体”）发布了全球首个量产型

8英寸红光Micro-LED（微型发光二极

管）芯片。

据介绍，该产品依托秋水半导体全

球首创的无损 Micro-LED芯片技术，在

仅0.15立方厘米的体积内实现640×480
分辨率的红光显示。该技术有望推动

AR（增强现实）眼镜从主流“单色绿光”

方案向“全彩化”方案过渡，为行业提供

了一条可落地的量产路径。

Micro-LED被业界视作AR眼镜的

终极显示方案，具备高亮度、高对比度、

低功耗等核心优势。但红光芯片一直

是制约其全彩化的行业瓶颈。传统制

造依靠物理刻蚀分割像素，会对红光

AlInGaP（磷化铝镓铟）发光材料造成不

可逆损伤，导致发光效率大幅降低。行

业过往尝试多种改良手段，均无法从根

源化解该问题。

秋水半导体放弃传统物理刻蚀分

割像素的思路，改用电性绝缘架构，相

当于在像素之间筑起一道“电性隐形

墙”，在不破坏发光材料物理结构的前

提下就完成像素隔离。该方案结合混

合键合垂直堆栈架构，实现光芯片与电

芯片超精细互联。

该项技术落地后，芯片像素良率提

升至99.9999%以上，出光串扰问题得到

改善，工作温度可满足车规级严苛要

求，红光电光转

换效率预期突破

20%，实 现 数 量

级性能提升，为

Micro-LED 量产

扫 清 了 关 键 障

碍。这一工艺也

为我国在“后摩尔

时代”的异质异构

集成领域奠定了

坚实的自主创新

基础。

同 时 ，秋 水

半导体发布了 013红光光机，该光机把

640×480分辨率的显示单元集成至0.15
立方厘米体积内，拥有 20-30度视角，

搭配成熟背板电路，保障高刷新率驱

动，适配轻量化AR眼镜硬件设计。在

应用场景上，该光机可以支撑会议提

词、实时翻译、车载导航等功能，也为后

续红绿蓝三色合光、实现完整全彩AR
画面提供光源基础。

从产业层面看，这套无损技术可以

跟随半导体制程迭代，像素尺寸未来可

下探至 2微米以下，进一步提升显示精

细度。该光机的推出，将补齐红光硬件

短板；配合 8 英寸产线，能够为下游AR
终端厂商提供稳定供货，加速消费级全

彩AR眼镜走向市场。

据了解，秋水半导体成立于2022年

11月，2026年 3月落户宁波高新区，是

国内Micro-LED 微显示芯片与模组领

域的创新型硬科技企业。该公司建设

的8英寸Micro-LED混合键合产线已于

今年9月19日通线，通线后将具备年产千

万颗芯片的产能。 甬高新

本报讯 今年8月，无锡高新区外贸

成绩单亮眼，单月进出口总量首次突

破 600亿元，达 677亿元，创单月历史

新高；该区外贸进出口已连续 33个月

保持正增长。

前 8 个月，无锡高新区累计实现

外贸进出口4238亿元，同比增长44%，

高于无锡市增速 14个百分点，占无锡

市外贸进出口总量的60.9%。

无锡高新区外贸的亮眼表现，源

于其雄厚的产业基础。依托国家集成

电路外贸转型升级基地，无锡高新区

构建起芯片设计、晶圆制造、封装测试

等环节的全产业链，把产业集群优势

充分转化为出口动能。1-8月，无锡高

新区集成电路行业实现进出口 2140
亿元，同比增长 106%，对该高新区外

贸增长贡献率达85%。

产业势能持续释放的同时，无锡

高新区深耕全球市场，不断做大外贸

“朋友圈”。1-8月，无锡高新区新增贸

易伙伴 11个，进出口业务已覆盖 204
个国家和地区。

为帮助企业抢抓海外订单，今年

以来，无锡高新区组织 46家企业赴广

交会参展，并组织企业参加中国—亚

欧博览会推介会等经贸交流活动；该

高新区对东盟等新兴市场出口增长超

35%。

市场开拓跑出加速度的背后，离

不开高效服务保驾护航。无锡高新

区持续深化贸易便利化改革，保障厦泰生物

特殊物品联合监管机制试点顺畅运行，护航

华虹、菲尼萨等重大项目设备高效通关；联动

海关、税务等部门，协调解决企业通关、退税

等问题 40余项。同时，织密外贸合规防护网，

开展跨境知识产权保护、出口管制政策宣讲

和专题培训，累计服务企业200余家。 王舒娴
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